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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T41275《航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系统》的第21部分。

GB/T41275已经发布了以下部分:
———第2部分:减少锡有害影响;
———第3部分:含无铅焊料和无铅管脚的系统性能试验方法;
———第21部分:向无铅电子过渡指南。
本文件等同采用IEC/TS62647-21:2013《航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系

统 第21部分:项目管理 无铅电子过渡管理系统工程指南》,文件类型由IEC的技术规范调整为我

国的国家标准。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系

统 第21部分:向无铅电子过渡指南》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国航空电子过程管理标准化技术委员会(SAC/TC427)提出并归口。
本文件起草单位:中国航空综合技术研究所、中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所、广州兴

森快捷电路科技有限公司、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所。
本文件主要起草人:邵文韬、许峰、靳婷、刘刚、乔书晓、胡梦海、吕冰、赵丙款、贺明忠、刘站平。
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引  言

  GB/T41275规定了航空航天、国防和高性能电子系统实现无铅化的管理要求与技术要求,拟由3
个部分构成。

———第2部分:减少锡有害影响。目的在于规定航空航天、国防和高性能电子系统为减少锡有害影

响而采取的技术方法。
———第3部分:含无铅焊料和无铅管脚的系统性能试验方法。目的在于规定含无铅焊料和无铅管

脚的航空航天、国防和高性能电子系统的性能试验方法与试验规程。
———第21部分:向无铅电子过渡指南。目的在于规定航空航天、国防电子系统项目管理层或系统

工程管理层管理向无铅电子过渡的工作指南。
当采购方和供应商之间未细致协调时,航空航天、国防和高性能(ADHP)电子制造商可能会无意中

引入无铅元素[包括零部件镀层、印制线路板(PWBs)或印制电路板(PCB)镀层,或组装件焊料]。比如,
零部件制造商不一定会为了识别无铅镀层而改变部件编号,特别是原有的锡铅镀层零部件已经停产的

情况下。零部件和文件的详细检查在接收检验时至关重要,但可能不足以识别出无铅零部件。
无铅技术会影响任何项目,不管项目是获豁免或者受制于环境法规而采用无铅。无铅焊接技术的

产业转型可能在以下一个或两个方面影响 ADHP项目:

a) 如果项目需实施无铅技术(合同要求、环境法规等),那么项目经理/焊料系统工程师需要评估

无铅的内部过渡对设计(使用无铅技术的产品性能)、过程(制造无铅产品的过程)的影响;

b) 如果项目中的产品/系统采购了货架产品(COTS),那么这些采购产品中极有可能包含无铅焊

料或含无铅镀层的部件、印制线路板(PWBs)、印制电路板(PCB)、或电路板组装件(CCA)。
本文件中描述的基本原则可用于任何航空航天和高性能项目的项目管理或系统工程管理。本文件

中的附录描述了可与本文件结合使用的工具。
附录A为产品层级与无铅过渡相关风险之间的关系矩阵。
附录B包含了文件中引用的欧盟指令链接。
附录C包含项目经理处理无铅问题的通用检查单,内容来自本文件的总结。
附录D包含评估供应商与IEC/TS62647-1符合性的生产过程评估总检查单。
附录E为保证无铅产品的性能、可靠性、适航性、安全性及可认证性的建议项目语言。
本文件依据IEC/TS62647-1制定,用于协助项目,保证产品的性能、可靠性、适航性、安全性和可

认证性。需要注意的是,项目经理、系统工程师及各自组织、相应的企业机构需共同合作,确保能理解无

铅技术引入的所有影响,减轻相应风险。
在本文件中,“项目管理(或经理)或系统工程管理(或经理)或相应的企业机构”定义为“项目经理”。
项目经理和系统工程经理(连同各自的组织一起),以及合适的企业机构应一起合作,确保引入无铅

技术的所有影响能被理解,且风险得到相应缓解。
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航空电子过程管理
含无铅焊料航空航天及国防电子系统
第21部分:向无铅电子过渡指南

1 范围

本文件规定了在项目管理层或系统工程管理层对含无铅焊料航空航天及国防电子系统过渡的管理

要求,以保证产品的性能和可靠性。
本文件适用于航空航天、国防电子系统行业,其他高性能、高可靠性行业可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC/TS62647-1 航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系统 第1部分:无铅控

制计划准备(Processmanagementforavionics—Aerospaceanddefenceelectronicsystemscontaining
lead-freesolder—Part1:Preparationforalead-freecontrolplan)

IEC/TS62647-2 航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系统 第2部分:减少锡

的有害影响(Processmanagementforavionics—Aerospaceanddefenceelectronicsystemscontaining
lead-freesolder—Part2:Mitigationofdeleteriouseffectsoftin)

注:GB/T41275.2—2022 航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系统 第2部分:减少锡的有害

影响(IEC/TS62647-2:2012,MOD)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
组装件 assemblies
需要进行电气连接的电子产品,包括导线或元器件引出端的焊接。
示例:电路板和连接线。

[来源:IEC/TS62647-1:2012,3.1]

3.1.2
货架产品 commercial-off-the-shelf;COTS
设计和外形由制造商确定、用户无控制权利的产品。
注:产品可能是部级、分组件、组件或系统。

[来源:IEC/TS62647-1:2012,3.3]
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